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Dotychczasowe do$wiadczenia w zakresie naswietlania sche-
matow potaczen elektrycznych konwencjonalng metoda foto-
litografii wskazuja, iz préby wykonania Sciezek elektrycznych
o szerokos$ciach i odstgpach pomiedzy nimi ponizej 120 um
w warstwie miedzi na ptytkach drukowanych (PCB - Printed
Circuit Board) koncza sie niepomysinie ze powodu drama-
tycznego wzrostu liczby brakéw. Z analizy przyczyn tych
brakéw wynika, ze szczegdlnie krytycznym etapem techno-
logicznym jest proces naswietlania fotopolimeru poprzez fo-
toszablon (klisze) w celu uzyskania obrazu obwodu
elektrycznego na fotopolimerze. Rozwigzaniem tego pro-
blemu jest uproszczenie procesu naswietlania. Umozliwia to
tzw. metoda bezposredniego naswietlania promieniowaniem
laserowym - zwang technologig LDI (Laser Direct Imaging)
[1]. Wprowadzenie technologii LDI, umozliwiajacej bezpos-
redni zapis schematu potaczen elektrycznych na powierzchni
fotopolimeru za pomoca zogniskowanej wigzki lasera, po-
zwala na wyeliminowanie kilku operacji zwigzanych z wyko-
rzystaniem fotoszablonéw (bazowanie, naswietlanie,
kondycjonowanie). Dzigki zastosowaniu metody LDI uzyskuje
sig obnizenie kosztéw wynikajacych z eliminacji operacji wy-
konywania i przechowywania fotoszablonéw (zakup foto-
szablonéw, proces ich naswietlania i wywotywania, zakup
niezbednych do tych celéw urzadzen oraz odczynnikéw che-
micznych, konieczno$¢ posiadania pomieszczen klimatyzo-
wanych o wysokiej klasie czystosci). Ponadto wyeliminowane
zostajg tez wady zwigzane z jakoscig fotoszablonow (uszko-
dzenia mechaniczne fotoszablonow w wyniku wielokrotnego
ich stosowania, niska kontrastowo$¢, zmiany wymiarowe,
staby kontakt pomiedzy fotoszablonem a fotopolimerem, trud-
nos¢ w utrzymaniu odpowiedniej czystosci fotoszablonéw) [2].
W tabeli. ustawiono etapy procesu konwencjonalnego (fo-
tolitografia) oraz procesu LDI. Widaé, Zze proces wytwarzania
schematu potaczen elektrycznych na PCB za pomoca metody
LDl jest o wiele krotszy.
Proces wykonywania schematu potaczen na PCB w techno-
logii LDI sktada sie z nastepujacych czynnosci (rys. 1):
e przygotowanie powierzchni na plytce drukowanej do
natozenia fotopolimeru w procesie tzw. pumeksownia
i mikrotrawienia (operacje zwigzane z wyczyszczeniem,
wyréwnaniem i tzw. rozwinieciem powierzchni PCB -
zwigkszeniem powierzchni kontaktowej miedzi z fotopo-
‘limerem),
® nalozenie warstwy fotopolimeru na przygotowang po-
wierzchnie miedzi (proces zwany laminowaniem; wykony-
wany jest on w tzw. laminatorze),
® przygotowanie pliku ze wzorem potgczen elektrycznych
(najbardziej popularnym formatem plikow z danymi PCB
jest Gerber RX-274D. Konieczne jest przekonwertowanie
tych danych do formatu HPGL, stosowanego w programie
do naswietlania laserowego,
® naswietlanie laserowe (predkos¢ liniowa naswietlania
Sciezek o szerokosci 30 - 50 pum wynosi 50 - 80 cm/s dla
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fotopolimeru laserowego o czutosci 10 - 12 mJ/cm? oraz
4 - 5 cm dla fotopolimeru konwencjonalnego o czuto$ci
35 - 55 mJ/cm?),

e wywotywanie naswietlonej plytki drukowanej w 1% roz-
tworze Na,COs,,

e trawienie chemiczne w amoniakalnych roztworach miedzi,

e usuniecie pozostatej czesci fotopolimeru (tzw. stripowanie).

Poréwnanie etapow wytwarzania schematu potaczen elektrycznych na
plytce drukowanej wnwencjonalnej oraz LDI

Comparison of the procedure of two PCB imaging methods: conven-
tional and LDI
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Rys. 1. Etapy wytwarzania schematu polaczen elektrycznych na

plytce drukowanej

Fig. 1. Steps in manufacturing the electric circuits patterns on PCB

using LDI

ELEKTRONIKA 11/2008







